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Abstract (en)
[origin: US4740280A] The electrolyte according to the invention for electrochemically polishing articles made of steel, stainless steel, nickel alloys,
aluminum, and aluminum alloys, and containing phosphoric acid and sulfuric acid comprises an addition of a chelating agent on the basis of
phosphonic acids and, if desired, a stabilizer for the latter.

Abstract (de)
Der erfindungsgemane Elektrolyt zum elektrochemischen Polieren von Gegenstanden aus Stahl, Edelstahl, Nickellegierungen, Aluminium
und Aluminiumlegierungen , enthaltend Phosphorsaure und Schwefelséure, weist einen Zusatz an einem Chelatbildner auf der Basis von
Phosphonsaure auf sowie gegebenenfalls einen Stabilisator hierfir.
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